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概要 高周波信号用低誘電損失樹脂およびこれを用いた銅張積層板の開発を行った。成形性および親溶媒性に優れた

Mn�12,000のアリル化PPEをベースポリマーとしてBVPEとの複合化を行い，樹脂強度およびはんだ耐熱性の優れた低誘電損

失樹脂硬化物を得た。臭素系難燃剤であるEBPBPの添加によって，機械強度および誘電損失への影響が低く，樹脂複合化物

の難燃化 (V-0)を達成した。また，樹脂複合化物をベースとした樹脂溶液を用いて，プリプレグおよびこれを用いた銅張積層

板，多層プリント配線板を調製した。銅張積層板および多層プリント配線板は高周波信号の伝送特性に優れた性能を示し，

PTFE銅張積層板に匹敵する誘電損失と成型加工性を同時に満たすことを確認した。

Abstract

To adapt for high-frequency devices, we prepared a low dielectric loss (tand �0.001 at 10GHz) 

material by blending a thermosetting poly(phenylene ether) copolymer (Allyl-PPE) with 1,2-

bis(vinylphenyl)ethane (BVPE). The cured product shows good thermal and thermomechanical

properties and it achieved flame retardancy (UL95V-0) with a bromine-containing flame retardant.

The copper-clad laminate using Allyl-PPE/BVPE showed both excellent performance in GHz signal

transmission and good manufacturability.
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